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前言

　　PCB（PrintedCircuitBoard，印制电路板）是支撑电子产品的骨骼，任何一款电子产品都离不开它
。
早期印制电路板的设计从单面、双面布线逐渐发展到多层布线，大部分是由硬件工程师自己设计，只
要逻辑原理没问题，一般都能调通正常使用。
随着电子产品的元器件密度越来越大，速度越来越快，从1OMHz、100MHz至lGHz、10GHz频率越来
越高，PCB设计已经不单纯是连线走通的问题，要考虑电磁兼容性、信号完整性、可制造性、散热设
计、可靠性、成本合理性等诸多问题，要综合考虑均衡设计。
如果不重视。
PCB设计，高频高速电子设备容易出现工作状态不稳定、频繁复位、死机等问题。
因此，PcB设计在研发领域中的地位越来越重要。
　　要设计好PCB，首先要选择一款好的工具软件，Allegro对于设计复杂的高频高密度印制电路板能
起到事半功倍的作用。
本书的编写模式不同于一般介绍软件菜单的方式，而是从PCB设计的角度出发，对于常用的菜单命令
重点介绍，让读者很快就能掌握主要菜单的用法，完成设计。
　　要设计好PCB，还需要具备可制造性设计知识。
本书告诉读者如何设计出既符合印制电路板制造，又满足焊接生产的印制电路板。
掌握可制造性设计知识能够提高生产效率、提高产品的可靠性。
　　要设计好PCB，也需要具备电磁兼容性和信号完整性知识。
电磁兼容性和信号完整性是电子产品稳定工作的必要条件。
　　本书共7章，分别将PCB设计需要注意的问题一一列举了出来，缩短了读者掌握经验要领的时间。
　　本书的第3章由赵俊东编写，第7章由张驰编写，其他各章由张卫编写。
欢迎广大读者提高宝贵意见，联系方式：zhangwei-pcb@126.corn　　由于作者知识有限，本书难免有
不妥之处，望读者谅解。
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内容概要

本书从工程设计实践的角度出发，介绍了Allegro软件的PCB设计方法。
第1章主要介绍Allegro软件的配置要求和安装方法；第2章主要介绍原理图设计中常用的菜单及其用法
；第3章主要介绍PCB设计中常用的菜单及其用法；第4章主要介绍PCB的生产及焊接工艺基本知识；
第5章主要介绍在PCB设计过程中需要考虑的可靠性问题；第6章主要介绍PCB设计需要解决电磁兼容
性问题和信号完整性问题；第7章列举了一个设计案例，让读者熟悉从原理图设计到PCB设计的整个过
程。
    本书可作为PCB设计的工程师的参考用书，也可作为从事电路设计的初、中级开发人员入门进阶用
书。
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